ELMAG Forum 2020

Holiday Inn Hotel Praha
25. 3. 2020

Spoleénost TechSim Engineering - Solution Partner spoleénosti SIEMENS, si Vds
dovoluje pozvat na 2. roénik odborné konference vénované digitalizaci
vyvojovych procesu v elekirotechnice, elekironice a automatizaci vyrobnich
procesU ELMAG Forum 2020. V rdmci konference budete mit moznost se
sezndmit s poslednimi frendy v oblasti ndvrhu elekirickych pohonu, konstrukce
bateriovych packu, prenosu provoznich dat 1oT a novinkami z oblasti
polovodic¢ové techniky.
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Sponzoi:

Registrace U¢astnikd

Zahdjeni konference - organizacni pokyny

Sekce predndsek baterie, pohony, vykonovad elektronika

Petr Gaman / feditel ARES

Moderni bateriové UloZisté - od Eldnku po Zivotni cyklus

- vybér vhodnych ¢ldnkd

- konstruk&ni feseni bateriového packu

- co nejvice ovlivrivje Zivotnost

- jak nejlépe dobijet

Ladislav Sobotka / &len predstavenstva a feditel pro rozvoj SKODA ELECTRIC
Direct traction drive with IPMSM traction motor and SiC traction converter
for Metro Suzhou in China

Prestavka

Pavel Jandura / TUL, Ustav mechatroniky a technické informatiky

Vyvoj autonomni mobilni platformy, informace o vybranych uzlech

- baterie, pohony

Stanislav Starman / Starmans Electronics

Soucasnd polovodic¢ovd technika a jeji vyuziti ve vykonové elektronice
Jakub Enzl /TechSim Engineering

Na&vrh PMSM motor( s vysokou vykonovou hustotou - elektromagneticky ndvrh
a chlazeni

Obeéd

Libor Hynek, HP Inc.

Novinky v oblasti HW pro vypocetni simulace

Sekce prednések Digitdlni dvojée, digitalizace vyroby, loT

Sarka Trubelovd, Pefr Koldf / TechSim Engineering

Digitdini dvojce vyrobku a vyrobniho procesu - kvalitni vyrobek a efektivni vyroba
Robert Pergl / Pfedseda predstavenstva, Prague Advanced Technology and
Research Innovation Center, a.s.

Siemens Mindsphere - [oT systém pro zaji§téni komunikace mezi stroji, sbér dat
ajejich efektivni vyhodnocovdni

Ondrej Svanda / TechSim Engineering

Ukdizka vyuziti digitdiniho dvojcete vyrobku pro odladéni PLC fizeni

Mentor Graphics

Kompletni vyrobni inzenyring desek plosnych spoju DPS, virtudini proces simulace
a validace dat pro vyrobu

Zavéredni diskuse a ukonéeni konference

SIEMENS intel)

E —

« Digitdini dvoj¢e produktu v kontextu Industry 4.0

« Bateriové packy a jejich konstrukce v rozdilnych
aplikacich

« Novinky v oblasti konstrukce trakénich pohond

« SiC polovodicové prvky a jejich vyuziti ve vykonové
elektrotechnice

« Systémové simulace a jejich vyuZiti v optimalizaci
autonomnich systému

« Uplatnéni matematického modelovdani pfi vyvoji
elektromotord

« |oT — ziskdni provoznich dat pro validaci simulaci
a predikci moznych rizik v provozu

BTechSim

TechSim Engineering, s.r.o.

Zaijisfuje komplexni vypocetni servis pfi dimenzovani,
ndvrhu a optimalizaci strojnich a elektrotechnickych
a zarfizeni a jejich provozu. Pouzivéme $pickovy
vypocetni software v oblasti FEA, CFD, ELMAG

a multidisciplindrnich analyz. Jsme partnerem

a dodavatelem softwaru a hardwaru od spoleCnosti
Siemens Industry Software. Aktivné spolupracujeme
se Spickovymi spolecnostmi v oblasti elektromobility,
dopravni a strojirenské techniky a energetiky.

Organizaéni pokyny

Registracni poplatek je 3600,- KE véetné DPH a
zahrnuje vioZzné a obcerstveni béhem konference.
Pro studenty a akademické pracovniky je registracni
poplatek snizeny na 3000,- KE.

Platba registracniho poplatku na vyzddanou fakturu
nebo pifimo na Ucet spolecnosti

TechSim Engineering s.r.o.:

Komeréni banka,a.s. Praha 1;

¢.0. 115-942590227/0100 a joko variabilni symbol
prosim uvedte ICO Vasi firmy a do zpravy pro
pfijlemce jméno Ucastnika.

www.techsim.cz




